
HPT 6464 - 50 - T1(T5)

品名 形状 阻抗 包装
T1：卷装（1,000pcs/reel)
T5：卷装（5,000pcs/reel)
B：散装(100pcs/bag)
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＜规格＞

＜封装尺寸＞

＜等价电路＞ ＜实装例＞

＜产品命名＞

＜特长＞
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B¶采用氮化铝ALN基板的小型高功率薄膜贴片负载。
B¶结合薄膜的特性与合理的线路设计，高频特性优异。
B¶由于散热性好，高功率，高脉冲的耐受性能出众。
B¶采用C型电极，容易实现表面贴装，性能可靠。
B¶电阻体采用薄膜工艺制成，无应力，即使在反复连续负荷状态下，
不会导致疲劳，从而引起阻抗的变化。
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为了使热量能从元件的接地
面散发出去，请考虑将元件
安装在导热良好，或带散热
孔thermal via的板面上。

 <ALN基板>
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薄膜高功率贴片负载

型号 HPT1608 HPT2012 HPT3216 HPT5025 HPT6432 HPT6464 HPT9464 HPT6494H

L �������“�������� �������“�������� �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������
W �������“�����������������“�������� �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������
L1 �������“�������� �������“�������� �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������ �������“������
L2 �������“�������� �������“�������� �������“�������� �������“�������� �������“�����������������“�����������������“�����������������“��������
L3 �������“�������� �������“�������� �������“�������� �������“�������� �������“�����������������“�����������������“�����������������“��������
ｔ �������“������ �������“������ �������“������ ���������“���������������“���������������“���������������“������ ���������“������(mm)

HPT1608 HPT2012 HPT3216 HPT5025 HPT6432 HPT6464 HPT9464 HPT9464H
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(0603) （0805） （1206） (2010) (2512) (2525) (3725) (3725)

�������: ���: �����: �����: �����: �����: �����: �������:
DC～3GHz 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

3.1～5GHz 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5

5.1～7.5GHz 1.3 1.3 1.4 --- --- ---

7.6～10GHz 1.3 1.4 1.5 --- --- --- --- ---

10.1～12.5GHz 1.4 1.5 --- --- --- --- --- ---

12.6～15GHz 1.5 --- --- --- --- --- --- ---

型  号

功率

VSWR

工作温度范围

封装尺寸

注意：在额定功率的状态下，连接面的温度清控制在80℃以下。

-40℃　～　+155℃

额定功率温度 +80℃


